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内容概要

《印制电路板(PCB)设计技术与实践(第2版)》共分15章，重点介绍了印制电路板（PCB）的焊盘、过
孔、叠层、走线、接地、去耦合、电源电路、时钟电路、模拟电路、高速数字电路、模数混合电路、
射频电路的PCB设计的基本知识、设计要求、方法和设计实例，以及PCB的散热设计、PCB的可制造性
与可测试性设计、PCB的ESD防护设计。
全书内容丰富，叙述详尽清晰，图文并茂，并通过大量的设计实例说明了PCB设计中的一些技巧与方
法，以及应该注意的问题，工程性好，实用性强。
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章节摘录

版权页：   插图：   2）PCB电源和接地平面电感 PCB电源和接地平面伴随一定的电感。
这些平面的几何特性决定其电感的大小。
 电流会在电源平面和接地平面中从一点流向另一点（因为类似于趋肤效应的特性），电流随之而分布
开。
这些平面中的电感称为分布电感，以每个方块上的亨（电感单位）数量标识。
此处的方块不涉及具体尺寸（决定电感量的是平面中一个部分的形状，而非尺寸）。
 分布电感的作用与其他电感一样，即抵抗电源平面（导体）中的电流量变化。
电感会影响电容器响应器件瞬时电流的能力，因此应尽量减小其值。
由于设计人员通常很难控制平面的X—Y形状，所以唯一可控的因素是分布电感值。
分布电感主要取决于将电源平面及其相关的接地平面隔开的电介质的厚度。
 对于高频配电系统，电源和接地平面协同作业，二者产生的电感相互依存。
电源和接地平面的距离决定这一对平面的分布电感。
距离越短（电介质越薄），分布电感越小。
不同厚度FR4电介质所对应的分布电感的近似值如表10—11所示。
 缩短Vcc和GND平面的距离可减小分布电感。
如果可能，可在PCB叠层中将VCC平面直接紧贴GND平面。
面面相对的VCC和GND平面有时称为平面对。
在过去，当时的技术不需要使用VCC和GND平面对，但如今由于快速密集型器件所涉及的速度和要求
的巨大功耗，所以需要使用它们。
 除提供低电感电流通路外，电源和接地平面对还可提供一定的高频去耦电容。
随着平面面积的增加，以及电源和接地平面间距的减小，这一电容的值将会增加。
每平方英寸的电容也如表10—11所示。
 3）FPGA 贴装电感 连接FPGA电源引脚（VCC和GND）的PCB焊接区和过孔会产生整个电源电路中寄
生电感的一部分。
在现有PCB技术中，焊接区的几何特性和狗骨（dogbone）几何特性已基本成型，由这些几何特性所产
生的寄生电感不会发生变化。
过孔寄生电感是过孔长度和反向电流通路间距的函数。
 相关过孔长度指承载FPGA焊接区和相关Vcc或GND平面之间瞬时电流的那一部分过孔。
剩余过孔（电源平面和PCB背板之间）不影响过孔的寄生电感（焊接区和电源平面之间的过孔越短，
寄生电感越小）。
应尽量缩短相关vCc和GND平面到FPGA的距离（接近PCB叠层的顶部），以减小FPGA贴装的寄生过
孔电感。
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编辑推荐

《印制电路板(PCB)设计技术与实践(第2版)》可以作为工程技术人员进行电子产品PCB设计的参考书
，也可以作为本科院校和高职高专电子信息工程、通信工程、自动化、电气、计算机应用等专业学
习PCB设计的教材，还可以作为全国大学生电子设计竞赛的培训教材。
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